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IMAGECURE AQ XV-501 T-4

F

otosensibler Lotstopplack
Vorhangversion

Gultigkeit

Dieses Datenblatt ist gultig fir IMAGECURE AQ XV-501 T-4

Produktbeschreibung

IMAGECURE AQ XV-501 T-4 sind thermisch hartende, 2-
komponentige, wassrig alkalisch und in Butyldiglykol entwickelbare,
fotosensible Lotstopplacke fir Vorhangbeschichtung, die durch
Verdunsten trocknen und je nach verwendetem Harter eine
semimatte oder matte Oberflache ergeben.

IMAGECURE XV501T-4 ist in den Farben gelbgrin, blau, rot,
schwarz und farblos auch als halogenarme Version verfugbar

Vorreinigen

Kupfer: Wie bei allen Lotstopplacken ist zur Erzeugung einer guten
Haftung sowie zur Vermeidung von Korrosion eine saubere,
trockene Kupferoberflache notwendig. Die Art der Vorreinigung soll
sich nach Grad und Art der Verschmutzung richten. Eventuell nach
dem Zinn-/Bleistrippen aufgebrachte Kupferanlaufschutzmittel
sollten vor Aufbringen des Lotstopplacks entfernt werden, oder
deren Eignung sollte beim Verbleib auf Kupfer durch entsprechende
Tests Uberprift werden. Eine besondere Rauhigkeit der
Kupferoberflache ist nicht gefordert, jedoch bietet Bimsmehlbirsten
einen bewéahrten Haftgrund.

Zinn / Blei: Behandlung mit warmem Wasser oder kommerziell
erhaltlichen Reinigern wird empfohlen.

Mischen

Das Harz und der Harter missen vor der Verarbeitung griindlich
gemischt werden. Erst dann wird die Viskositatseinstellung durch
Zugabe von Lésungsmittel vorgenommen.

Achtung: Alle Mischungsvorgénge sollen lackschonend aber
vollstdndig und ohne Eintrag von Luft vorgenommen werden.
Sedimentation des angemischten Produktes muf3 vermieden
werden.

Die Topfzeit betragt im fertig gemischten und gieRRfahigen Zustand
ca. 14 Tage bei 20° C.
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Viskositatseinstellung

IMAGECURE AQ XV-501 T-4 laBRt sich in einem weiten
Viskositatsbereich  verarbeiten. Je nach Anlagetyp und
Leiterbildaufbau kénnen unterschiedliche Viskositaten optimal sein.
Die nachfolgenden Verarbeitungsparameter beziehen sich auf eine
typische Giel3viskositat von 90 s, gemessen mit einem

Ford-4 Becher. Zum Erreichen dieser Viskositat muf’ der gemischte
Lack mit XZ- 95 oder XZ-96, je nach Gegebenheiten, verdinnt und
gut durchmischt werden.

Vorhanggiel3en

IMAGECURE AQ XV-501 T-4 bildet auf allen marktiblichen
Vorhanggiel3ern einen stabilen Vorhang. Die Einstellung des
Giel3spaltes richtet sich nach der installierten Pumpleistung. In
modernen Anlagen wird das GielRgewicht Ublicherweise Uber die
Bandgeschwindigkeit ~ kontrolliert  bei  Festeinstellung  von
Pumpenleistung und Giel3spalt. Tabelle 1 zeigt beispielhaft die zu
erzielenden Nassgewichte und daraus resultierende
Trockenfilmdicken als Funktion der Bandgeschwindigkeit.

IMAGECURE AQ XV-501 T-4 ist in einem weiten Temperaturbereich
verarbeitbar. Dies ermdoglicht eine hohe Qualitdt der gegossenen
Schicht bei geringem Klimatisierungsaufwand.

Zur Erzielung gleichmafiger Ergebnisse mul3 die Viskositat konstant
gehalten werden. Dies setzt geringe Temperaturschwankungen des
Lackes voraus. Wir empfehlen eine Raumtemperatur von 21 + 3 °C.
Gute VorhanggieBer fiihren den Lack schonend und ohne
Temperaturerhéhung im Kreislauf und halten so die Lacktemperatur
auf + 1 °C konstant.

Obwohl uns keine negativen Einflisse von sehr niedrigen oder sehr
hohen relativen Luftfeuchten bekannt sind, empfehlen wir eine
relative Luftfeuchtigkeit von 55 + 5% im Verarbeitungsbereich
einzuhalten.

Die Ergiebigkeit von IMAGECURE AQ XV-501T-4 ist sehr hoch,
so dafd sichere Kantenbedeckung mit vergleichsweise niedrigen
Nassgewichten erzielt werden kann. Dies tragt erheblich zur
Kostenreduzierung bei.
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Vortrocknung

Chargenofen:
Platten 5 - 10 min abliften lassen.

Seite 1: 10 min bei 90 °C oder
15 min bei 85 °C
Seite 2: 20 - 30 min bei 90 °C oder

35 - 40 min bei 85 °C

Die Platten missen zum Trocknen horizontal gelagert werden. Zum
Einsatz durfen nur nach VBG 24 zugelassene Lacktrockendfen mit
ausreichend hoher Temperaturgenauigkeit und Frischluftzufuhr
kommen.

Paternostertrockner LD 2:

Temperatureinstellung Zone 2: ca. 90°C
Temperatureinstellung Zone 3 ca. 110 °C
Zykluszeit: typisch 20 - 25 s

Temperaturstreifen darf 99° C nicht Uberschreiten. Es wird
vorgeschlagen, die Platten zum Giel3en der 2. Seite um 180° zu
drehen.

IR-unterstitzte Warmlufttrocknung:

Richtige und ausreichende Abliftung ist entscheidend fiir die
Qualitat der Vortrocknung. Es muf3 auch bei hohen Leiterziigen ein
gutes Entweichen von Luftblasen gewahrleistet sein.

Typische Haltezeiten in vorgeschalteter Abluftstation
IMAGECURE 10.90:

30 pm Schicht: 7 min
60 pm Schicht 14 min

Der Trockner wird fir 30 pm mit 1,2 m/min und fir 60 pm mit 0,8
m/min Bandgeschwindigkeit betrieben. Diese Werte gelten fir den
IMAGECURE 4.4 Trockner. Werte fir andere Anlagen auf Anfrage.

Vor dem Belichten die Platten auf Raumtemperatur abkuhlen lassen.

Belichten

IMAGECURE AQ XV-501 T-4 ist ein sehr lichtempfindliches System
und erlaubt kurze Belichtungszyklen und schnelle Prozel3zeiten. Bei
einer max. Temperatur der Belichtungsebene von 30 — 35 °C betragt
die notwendige Energiedichte 300 - 400 mJ/cm?, um auf einem 21
Stufen Stouffer-Keil eine Entwicklung zwischen den Stufen 6 und 9
zu erzeugen. Dies entspricht bei 5 kW-Geraten etwa 20 s.

Somit eignet sich IMAGECURE AQ XV-501 T-4 zur
wirtschaftlichen, automatischen Belichtung.

Die maximale Haltezeit zwischen Belichten und Entwickeln betragt 3
Tage.
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Entwickeln

Als Entwicklermedium dient 1,0%ige Natrium- oder
Kaliumkarbonatlésung bei 30 — 40 °C. Sprihdriicke von 2 - 2,5 bar
sind ausreichend.

Entwicklerzeiten von 60 - 70 s sind typisch. Warmwasserspule wird
empfohlen, ebenso der Einsatz von enthartetem Wasser.

Es ist nicht empfehlenswert, Entwicklerldésung zu verwenden, die
zuvor zur Entwicklung von Trockenfilm benutzt wurde.

Ebenso ist die Entwicklung in Butyldiglykol oder Ethyldiglykol sehr
gut moglich. Die Entwicklungszeiten liegen dann zwischen 70 und
100 s bei 20 — 30 °C. Auf eine ausreichende Belichtung zu einer
hohen Stouffer-Stufe, ca. 10, sollte geachtet werden.

Ausharten

60 min bei 140 — 150 °C in einem Umluftofen bei ausreichendem
Plattenabstand.

Achtung: Die genannten Zeiten sind Objekthaltezeiten.
Aufheizzeiten sind zu addieren.

Ni / Au

Da eine Vielzahl von chemischen Ni/Au-Badern angeboten wird,
wurden Versuche durchgefiihrt, um die optimalen Pro

zeRBbedingungen zu finden. Die nachfolgenden Empfehlungen
werden abgegeben:

Vorreinigen:  Birsten oder Bimsmehlbirsten

Beschichten:  mind. 10 um Lackschicht Uber Leiterzugkante
Belichten: Stouffer 11 oder hoéher

Entwickeln: Standard

Endtrocknen:  Objekthaltezeit 60 min bei 130 — 150 °C

Chemisch Zinn

IMAGECURE AQ XV-501 T-4 ist bestéandig gegen chemisch Zinn bei
ProzeRempfehlungen wie fir Ni/Au.

Kennzeichnungsdruck

Es werden die thermisch héartenden  1-komponentigen
Kennzeichnungslacke XZ-81 (weil3) oder XZ-83 (gelb) empfohlen.

Lagerbedingungen

Bei Lagerung in geschlossenen Gebinden an einem kuhlen und
trockenen Ort ohne direkte Warme oder Sonneneinstrahlung sind
Harz und Harter 12 Monate lagerfahig.

Lieferprogramm

Siehe Extraliste
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Verarbeitung, typische Werte
Beschichtung

Transportgeschwindigkeit Nassgewicht Trockenfilmdicke
[m/min] [9/m?] [um]
110 87 30 bis 34
100 95 37 bis 41
90 105 41 bis 45
80 123 46 bis 50
70 143 51 bis 55

Tabelle 1 — Umrechnungsfaktor: Nassgewicht / Trockenfilmdicke = 0,39

Belichtung
Belichtung (mit Film) Stouffer-Keil
300 mJ/cm?2 7
350 mJ/cm?2 8
400 mJ/cm? 9
Tabelle 2
Entwicklung
In Natrium/Kaliumkarbonatlésung
Konzentration 0,8 bis 1,0 %
Entwicklertemperatur 35 bis 40 °C
Entwicklungszeit 60 bis 70 s
Sprihdruck 2 bis 3 bar
Tabelle 3
In Butyldiglycol
Entwicklertemperatur 20 bis 30 °C
Entwicklungszeit 70 bis 100 s
Sprihdruck 2 bis 4 bar

Tabelle 4 — Auf ausreichende Belichtung achten

Haltezeiten

Zwischen den Prozessschritten und im UV-Licht freien Raum

Vortrocknen — Entwickeln max. 3 Tage kein Minimum
Entwickeln — Nachtrocknen max. 3 Tage kein Minimum
Tabelle 5
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Trockenfilmeigenschaften
Produkt-Eigenschaften

Eigenschaften Harz Hérter
Flammpunkt [°C] 49 (CAWN 1182) 49
Spez. Gewicht [g/cm3] 1,22 1,34 (CAWN1183)

1,34 (CAWN1184)
1,19 (CAWN1185)
1,19 (CAWN1216)

Elektrische Eigenschaften

Durchschlagfestigkeit

100kV/mm
2.500 V/25 pm

DIN 53481
IPC-SM-840 C, 3.8.1

Kriechwegbildung (CTI-
Wert)

> 325 (bei Verwendung
von entsprechendem
Basismaterial)

DIN, IEC 112, VDE 0303

Elektromigration Bestanden Siemens, SN 57030
Bellcore TR-NWT-000078, 13.2.7
IPC-SM-840 C, 3.9.2
IPC-TM-650, 2.6.14
Northern Telecom NPS 90445
Isolationswiderstand Bestanden IPC-SM-840 C, Klasse H, 3.9.2
IPC-TM-650, 2.6.3.1
Feuchte- und Bestanden Bellcore TR-NWT-000078, 13.2.5

Isolationswiderstand

IPC-SM-840 C, Klsse H, 3.9.1
IPC-TM-650, 2.6.31
Siemens, SN 57030

Oberflachenwiderstand

Anfangswert 1,6 * 10> Ohm Northern Telecom
24 h 4,1 * 10" Ohm NPS 90445, 3.27.1-5
96 h bei 35 °C/90 % rel. F. |1,3* 10" Ohm IEC 167
Volumenwiderstand IEC

Anfangswert 5,4 * 10" Ohm

24 h H,0 bei 23 °C 1,3 * 10" Ohm

96 h bei 35 °C/90% rel. F | 2,4 * 10" Ohm

Dielektrizitatskonstante

1 Mhz, Anfangswert 4,55+ 0,35

nach 48 h H,O bei 23 °C 4,75+ 0,70

Dielektrischer Verlustfaktor DIN 53483

102 Hz bis 10°Hz 0,01

UL-Freigabe,
Karte Nr. E 83564

Bestanden V-O
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Mechanische Eigenschaften

Hydrolytische Stabilitat Bestanden IPC-SM-840 C, 3.62 und 4.8.7
IPC TM-650, 2.6.11
Bellcore TR-NWT 000078, 13.2.4
Lotfahigkeit Bestanden IPC-SM-840 C, 3.7.1
IPC-S-804
Loétbadbestandigkeit 30 s bei 288 °C IPC-SM-840 C

Temperaturwechseltest

Bestanden

IPC-SM-840 C, 3.9.3, 4.8.9.1,
48.11.1

IPC-TM-650, 2.6.7

Siemens SN 57030 Teil 20,2.3

HAL-Bestandigkeit

> 5 Abtauchungen

Bleistiftharte 7 bis8H IPC-SM-840 C, 4.8.3.2
IPC-TM-650, 2.4.27.2

Abriebfestigkeit i.0. IPC-SM-840 C, 4.8.3.1
IPC-TM-650, 2.4.27.1

Polymerisation Bestanden IPC-SM-840 C, 3.4.4.und 4.8.5

Maschinelle Verarbeitung

Keine Rissbildung, kein Splittern

Haftung auf Kupfer Bestanden IPC-SM-840 C, 4.8.4.1
IPC-TM-650, 2.4.28
Haftung auf Sn/Pb Bestanden IPC-SM-840 C, 4.8.4.1
IPC-TM-650, 2.4.28
Haftung auf Au Bestanden IPC-SM-840 C, 4.8.4.1
IPC-TM-650, 2.4.28
Eigenschaften nach Bestanden Siemens SN 57047, 3.23

Alterung
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Bestandigkeit gegeniiber Chemikalien

Isopropylalkohol >1h IPC-SM-840 B, 3.6.1 und 4.8.6
Methylethylketon >1h
1.1.1 — Trichlorethan >1h
Methylenchlorid >1h
Freon >1h
Alkalische Tenside >1h

HAL-FluRmittel

i. O., kein Angriff

LotfluBmittel FSW 32-34

i. O., kein Angriff

Stromlos Ni/Au-Prozesse

i. O., Liste der gepruften und freigegebenen Prozesse auf

Anfrage erhéltlich

Stromlos Sn-Prozesse

i. O., kein Angriff

lonische Kontamination

< 0,3 pg NaCl/cm?

Alpha lonograph 500 M

Schimmelbildung

Kein Pilzbefall

IPC-SM-840 B, 3.4.5und 4.8.1.1
IPC-TM-650, 2.6.1

Januar 2002 Die vorstehenden Angaben basieren auf dem aktuellen Stand unserer

Kenntnisse. Unsere Angaben enthalten keine Zusicherung von
Eigenschaften. Die Verwendung unserer Produkte durch unsere
Kunden unterliegt den verschiedensten Bedingungen, so dal3 kein
Kunde von der Eigenerprobung der Verwendbarkeit unserer Produkte
entbunden ist. Eine Haftung fur Folgeschaden ist in jedem Fall
ausgeschlossen. Fir Schaden, die sich aus der Verwertung unserer
Angaben ergeben haben, haften wir nur, wenn uns Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit nachgewiesen werden konnen. Dieses Technische
Merkblatt ersetzt etwaige vorherige Technische Merkblatter
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